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HSG-IMIT  Energy-Harvester mit Power Management

Energie/ Motorvibration

ﬁ
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‘ HSG-IMIT  Energieeffiziente Spannungsgleichrichtung

Vollbriickengleichrichter wird ersetzt durch NMOS-Gleichrichter
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- ersetzt 2 Dioden durch “Transistor-Schalter”
—> geringere Verluste (nur ca. 200-300mV)
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Energie-Generator Performance (A ll) - Labormessungen
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GEMAC Signalverarbeitung & Dateniibertragung

Senscrik. Messtechnik. ASIC-Design.

®

HSG-IMAT

MID-Demonstrator

; ET_'_!_U'i"'_S =5:;~' fﬂn o Funkmodul
; Logikmodul

— Sensormodul

Partitionierung

e

Sensormodul Drucksensor 24.9mm x 16.8mm
Instrumentationsverstarker

Logikmodul Stromversorgung 30.2mm x 22.1 mm
Mikrocontroller
Schalter

Funkmodul NanoNet-Modul 35.8mm x 27.6 mm
Antenne

Inbetriebnahme Drucksensor
JTAG
RS232
Steckverbinder
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GEMAC Signalverarbeitung & Dateniibertragung

Senscrik. Messtechnik. ASIC-Design.

®

HSG-IMAT

Leistungsaufnahme

Transparent-Mode Automode

(ohne Acknowledge-Empfang) (Adressierung, Acknowledge-Empfang, ohne CSMA/CA)
Phase __Gesamtzeit (ms) |E (uWs) E (%) Pmittel [nW] Gesamtzeit (ms) E (uWs) E (%) _ Pmittel [mW] |
Init 25,4 1218 88.15 48,0 256 1239 85,6 48,5
TX/RX 1,6 (nur TX) 97 7.05 60,6 2.1 115 8,0 54,0
Mess 3 58 4.2 19,3 3 67 46 22,3
Ruhe 970 9 0.6 0.01 968.4 9 0,6 0,01
Sonstiges 0 0 0 0 0,9 17,1 1,2 19,0
Gesamt 1000 1382 100 1,4 1000 1447 100 1,45

Energieverbrauch IEKU

1,2%0,6% 4 6%

6,6%

87,0%

B nitialisierung ™ Senden ! Messung
B Ruhe M Rest
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TDK-EPC o er Druck
lezoresistiver vrucksensor
AS

NSOR

Anforderungen, Funktionsprinzip

* Nenndruckbereich: 0 - 1,6 bar bis 0 — 25 bar; Absolut- und Relativdruck
« Summe der Messfehler: < 0,5 %FS

* Versorgungsspannung: 1 bis 10 V, Briickenwiderstand: 3,2 kQ

» Medienresistenz gegen Treibstoffe

Funktionsprinzip
- piezoresistive Widerstande in Brlickenschaltung
— == Silizium Veor ]
l ——Glaskorper R. R, R
—V -
Messdruck R. R, Rif= —R.
VDD EJ
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TDK-EPC
M Piezoresistiver Drucksensor
Konstruktion des Absolutdrucksensors

Glaskappe

Kammer mit Referenzdruck
Silizium-Drucksensorelement

p ‘Biegeplatte
0,29 mm
T Glaskoérper

0,8 mm ' | Relativdrucksensor

| Die Kammer mit dem Referenz-
druck wird weggelassen:

der Umgebungsdruck wirkt auf die
Biegeplatte

Baden-Wirttemberg
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TDIK-EPC
ASH Piezoresistiver Drucksensor

CAKTIV SENSOR

medienresistente Montage des Sensorelements

/ Bonddraht

Glaslot

C32 7
L «—— Leiterplatte

keine Medieneinwirkung auf

» Polymerwerkstoffe (Kleber)
.. —————Glsrohr * Bonddrahte

« dotierte Gebiete

Medienkontakt nur mit
p » Glas

» Glaslot

 Silizium

Medieneinwirkung
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W Aufbau- und Verbindungstechnik

HSG-IMAT Packaging und elektrische Verbindung der Systemkomponenten
Drucksensor, Systemlogik, Funkmodul mit Antenne und Energieversorgung

®

HSG-IMAT

Energieversorgung

- Generator

- Gleichrichter

- Energiespeicher
- DC/DC Wandler

Sensorik P aCkaging
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W Aufbau- und Verbindungstechnik

HSG-IMAT

®

HSG-IMAT

MID-basierter Packaging-Demonstrator

Fluidische Anschluss-Adaptierung auf bestehendes Serienteil, als drahtlose
Alternative zum kabelgebundenen Drucksensor

Elektrisch komplexe Systemkomponenten auf Leiterplatten aufgebaut

Elektrische Verbindung der Systemkomponenten ber Verdrahtung auf
MID-Gehause (LPKF-LDS-Verfahren)

Gehausedeckel

Bondflachen

Flachen fir Leitkleben

Kabelgebundener
Drucksensor

|
|
Antennenplatine ‘
|
|

Systemelektronikplatine

Flachen flr die Verbindung
der Platinen untereinander

Drucksensorplatine mit
Medienanbindung

MID-Package
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W Aufbau- und Verbindungstechnik

HSG-IMAT - Abformung von Packaging-Demonstratoren im Spritzgiel3verfahren
- Material Polyamid 6/6T (Ultramid T 4381 LDS)
- Strukturierung und Metallisierung der Bauteile (Cu/Ni/Au)

Schirmanguss unten

Tunnelanguss seitlich

Auflage- und
Kontaktierungsflachen
der Leiterplatten mit
dem MID

Fullstudie MID-Prozesskette
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W Aufbau- und Verbindungstechnik

( HSG-IMAT - Verbindungstechnik MID zu Leiterplatte: Leitkleben + Underfilling

- Optimierung des Klebeprozesses im Hinblick auf den Betriebstemperatur-
bereich -40°C bis +150°C

- Kein Ausfall von elektrischen Verbindungen an der DaisyChain nach tber
500 Temperaturwechselzyklen

Bestlickung des Packaging-Demonstrators mit der DaisyChain
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W IEKU Demonstratoraufbau

HSG-IMAT

®

HSG-IMAT

-

Gehausesockel mit Wandler, Gehadusesockel mit IEKU Demonstrator fiir die
Medienanschliissen und aufgestecktem PCB Fahrerprobung
Befestigungslasche Tragergehause
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ARaymond Sensor Systemintegration

®

Kraftstoffbedarfsregelung

Geregelte Kraftstoffsysteme
=>» rlcklauflose Systeme

Sensor flr Regelkreis
=» Reduzierung des elektrischen
Energieverbrauchs der

Kraftstofffilter mit
Druckbegrenzungsventil

1
____________ 1
Druckregelventil ab 120 bar

1
| Drucksensor |
I I

L
KraftStOfpr m pe 1 . :iot:hg;uckpumpe
! Federbeindorn Einspritzventile
Kraftstoffférdereinheit mit Tankgeber 1
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ARaymond

Energieautarker Montagesensor

- Sensor fur eine fluidische Schnellkupplung zur drahtlosen Erkennung
von zwei Montagezustanden (Kupplung offen / Kupplung geschlossen)

- Ausfiihrung als passiver 1Bit-LowCost-Transponder (LC-Schwingkreis
mit veranderlicher Kapazitat)

- Adaptierung auf eine bestehende Serienkupplung (RAY 9.89)

Stecker Kupp|ung
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= Energieautarker Montagesensor
. 1
HSG-IMAT - Resonanzfrequenz eines LC-Schwingkreises: Jo=
2-w-AL-C
L ;f C+AC L g = C
I I
Geschlossene Kupplung < Frequenzanderung Gedffnete Kupplung

Schlielivorgang

Impedanz [Q]

Frequenz [HZ]
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W Energieautarker Montagesensor

HS5G-IMAT - Beidseitig strukturiertes Moulded Interconnect Device (MID)

- Gebohrte und metallisierte Durchkontaktierungen
- Isolationsabstande am Kondensator 200 um, schmalste Leiterbahn 150 um

FAYs
SR

®

Dlpl Ing A BU|aU / 22042010 Innovationsallianz

Baden-Wirttemberg

www.hsg-imat.de



$ ‘ %L:;%T;&i?:ﬁstﬂrium -
und rarschung P’@ .
‘ G-IMAT
VDI|VDE|IT |EKU

ARaymond

( IMAT - Frequenzbereich 7,4 MHz — 8,8 MHz (Bereich elektronischer Artikelsicherung)
- Detektion mehrerer Kupplungen im Frequenzband méglich

Energieautarker Montagesensor

Drahtlose Detektion
der Kupplung im Tank

Kommerzielles
Detektionssystem far
elektronische
Artikelsicherung

Kupplung 1 geoffnet = - j\/ Kupplung 1 geodffnet

Kupplung 2 gedffnet 2 Kupplung 2 geschlossen
g 2 -
1 nl Iu ::E ‘ | 1 ‘ | ml lcw
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TDK-EPC

HSG-IMIT AS™ qsGamar A GEMAC

?
Anregungen .. 7
Kommentare ..... ?

Y,

Feedback ....
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